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Ethernet Alliance Roadmap 2018 - 2024
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InfiniBand Roadmap

COMMSCOPE
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Link Bandwidth per direction, Gb/s

InfiniBand Roadmap

200 EDR HDR NDR XDR GDR DR

-, 100G* 200G 400G 800G 1600G 3200G
(4X) {(4X) (4X)

00O

2014 2018 2022 2026 2030 2034

—e—1X —— 2% —a— X 8X —a—12X

#Link speeds specified in Gb/s at 4X (4 lanes)

@© InfiniBand Trade Association

Bicsi




Estandares TIA-942 y
BICSI-002

* Junio 2001: TR-942 Working Group
+  Abril 2005: TIA-942

*  Marzo 2008: TIA-942-1 Adendum
(Cables Coaxiales & Distancias)

«  Marzo 2010: TIA-942-2 Adendum
(Pautas Adicionales)

«  Marzo 2011: BICSI-002-2011
+ Agosto 2012: TIA-942-A

*  Marzo 2013: TIA-942-A-1 Adendum
(Pautas de Cableado para DC Fabrics)

*  Marzo 2014: TIA-942-A Republicado
* Julio 2017: TIA-942-B

+ Mayo 2019: BICSI-002-2019

* Enero 2022: TIA-942-B-1

*+  Mayo 2024: TIA-942-C

+ Mayo 2024: BICSI-002-2024
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tional Standard

ANSI/BICSI
002-2019

an American National Standard

ANSI/BICSI
002-2024

https://www.bicsi.org/standards/available-standards-store

https://store.accuristech.com/tia
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Nueva Adenda TIA-942-C-1

Inteligencia Artificial

ANSI: Revision cada 5 aios

Actualizar, Mantener o Retirar

Adenda, Adendum (Apéndice)

Incorpora cambios tecnologicos antes de una nueva revision
Posteriormente se incorpora a la nueva versién

Rapida evolucionde lalA y sus
exigencias a la infraestructura de DC

TR-42.1: Llamado de Interés (26/02/2026)

Inicio official para desarrollo de la adenda
Abierto a todas las partes interesadas

Objetivos
Actualizar estandar vigente
Adaptarlo a las nuevas demandas de infraestructura que exige la 1A
Primer Borrador: Junio 2026

ISO/IEC 11801-5

Enmienda l

Primer Borrador
Fines de Marzo 2026
Trabajo paralelo

Enfoque ISO/IEC de Enmienda 1

Exclusivamente requerimientos de cableado para soportar IA

Enfoque TIA de Adenda 1

Consideraciones detalladas sobre cableado

Informacién acerca de sistemas de refrigeracion y eléctrico

Vision més amplia de necesidades para soportar cargas de trabajo
delA

b
Telecommunications +* o
Industry @
@ Association

ANSITIA-D4, 024
APPROVED: MAY 7, 2024

TIASTANDARD

Telecommunications Infrastructure
Standard for Data Centers

ANSI/TIA-942-C May 2024
(Revision of TIA-942-B)

TIAONLINE.ORG

https://store.accuristech.com

TR-42.1: SubComité de Ingenieria de
Infraestructura de Telecomunicaciones para
Edificios de la TIA

TIA: Asociacion de la industria de las
Telecomunicaciones

INTERNATIONAL
STANDARD

Edition 1.0 2017-11

Information technology - Generic cabling for customer premises -
Part 5: Data centres

https://store.accuristech.com

JTC 1/SC 25 WG 3: Grupo de Trabajo
encargado de estndares de
cableado del SubComité de
Interconexién del Comité Técnico
Conjunto

ISO: Organizacion Internacional de
Estandarizacion

IEC: Comisién Electrotécnica
Internacional

Bicsi
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Topologia General Arquitectura de Centro de Datos de IA
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Tendencias en Data Centers de IA
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Red de Computo de un SuperPOD NVIDIA DGX H100

Slot 1: Dual port ConnectX-7 card Slot 2: Dual port ConnectX-7 card——————

’j Slot 3: 100 Gb/s Ethernet NIC

4 x OSFP ports, each provides
connectivity to two ConnectX-7

cards for a total of 8 x 400Gb/s ports Slot 4: M.2 PCle carrier for

Dual 1.92TB NVMe boot drives
Lty ey i
(e o t

—
2 x USB 3.1 ports
(keyboard or

storage) 4-digit 7-segment LED

code display for simplified
troubleshooting

BMC Reset

button

Power

button

VGA port

(monitor)
1 GbE RJ-45 for
Remote System
Management
(BMC)

10 GbE RJ-45 for
Remote Host 0OS
Management

Unit Identification
(UID) push button
and LED

Compute fabric for full 127-node DGX SuperPOD

Spine-01 Spine-02 Spine-16

Leaf-04-08

Leaf-01-08 Leaf-04-01 Leaf-04-02

Leaf-01-01 Leaf-01-02

C-UFM2
LA N ] LA N ] [N N ]
H100-001 H100-032 H100-097 H100-127
2x 400 1x400 1x200
S U 1 GbpsNDR  GbpsNDR  Gbps NDR S U 4
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Switches InfiniBand

Cables MPO8-MPO8 (Fibras)

S Nodos Ry Leaf Spine Core Nodo-Leaf | Leaf-Spine | Spine-Core Total

! 128 1024 % 10 (8.11-:224;0) (8.11-:224;0) (16.2§gisF0)
° 299 208 o % (16.25218F0) (16.25218F0) (32%7.'226F0)
e o 709 128 128 o4 (32?7.?5210) (32?7.?5210) (32?7.(;210) (9i§§f |8=0)
* 102 B2 29 296 128 (ssigizm) (ssigizm) (ssigizm) (192:.1(.55;;10)
> 2048 rosss oL o2 256 (131(.56§i4|=0) (131(.56§i4|=0) (131(.55210) (394:11?2.1210)

Bicsi



https://docs.nvidia.com/dgx-superpod/reference-architecture-scalable-infrastructure-h100/latest/index.html

ras Redes de un SuperP

Slot 1: Dual port ConnectX-7 card Slot 2: Dual port ConnectX-7 card——————

4 x OSFP ports, each provides
connectivity to two ConnectX-7
cards for a total of 8 x 400Gb/s ports

OD NVIDIA DGX H100

Slot 3: 100 Gb/s Ethernet NIC

Slot 4: M.2 PCle carrier for
Dual 1.92TB NVMe boot drives

In-band Ethernet network

i

A

2 x USB 3.1 ports
(keyboard or

storage)
VGA port

(monitor)
1 GbE RJ-45 for

10 GbE RJ-45 for

A\

Unit Identification

Serial I/O' port

4-digit 7-segment LED
code display for simplified
troubleshooting

BMC Reset

R t t button
Manaas SYSTeM  pemote Host OS  (UID) push button  Power
anagement Management d LED
(BMC) an button
Storage fabric logical design
Spine-01 Spine-P
LN ]

Sleaf-01

SLeaf-N

Sleaf-9X

H100-001 H100-222
1x400 1x200 s
Gbps NDR Gbps NDR cee
—_—
Management
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SN2201-008B
1-4

Management

SN2201-008B

C/S-UFM

1-2
H100 H100 H100
001 - 048 049 - 096 097 - 127 4x100 2x100 1x200 1x100
Gbps Gbps Gbps Gbps %1 Ghps
Logical OOB management network layout
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Spine Switches
Mgmt-01
L]
storage n (DS AEING M5

I S-UFM 1
I s-UFM 2

I C-UFM 1
I C-UFM 2

InfiniBand Leaf eee
PDUs In-Band Switches Switches
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https://docs.nvidia.com/dgx-superpod/reference-architecture-scalable-infrastructure-h100/latest/index.html

Requerimientos de Diseno

ULL 32 Fiber Trunk Cable MM OM4

4xMPO8-4xMPO8 (Male-Male) S
Didmetro= 7 mm @ & Seccién = 38.465 mm? o S<d o d
o‘:/

Configuracién MoR (Middle of Rack Leaf Switch)

4 Racks de 4 Nodos c/u a cada lado del MoR .'/,/
[

Nodo-Leaf
+ 4 Nodos x 8 MPO8-MPO8 Cables (256 FO) /Rack (Compute)
+ 4 Nodos x 2 MPO8-MPO8 Cables (64 FO) /Rack (Storage)
+ 4 Nodos x 1 MPO8-MPO8 Cables (32 FO) [Rack (IBM) 352 runk
+ 4 Nodos x 1 RJ45 Cat6/6A UTP Cables (4 UTP) [Rack (OoBM) [*] vata (2.816FO)
2 44 MPO8-MPOS8 Cables (352 FO) /Rack . Cab'V
S 176 MPO8-MPOS8 Cables (1.408 FO) [ % Row - 4"x12" FGS®

£ § 83383380
Leaf-Spine § 3 88/« 16UTP
+ 4 Nodos x 8 MPO8-MPO8 Cables (256 FO) /Rack (Cémputo) . Caté/6A
+ 4 Nodos x 2 MPO8-MPO8 Cables (64 FO) /Rack (Storage)
+ 4 Nodos x 1 MPO8-MPO8 Cables (32 FO) [Rack (IBM)
S 44 MPO8-MPOS8 Cables (352 FO) /Rack
S 352 MPO8-MPOS8 Cables (2.816 FO) /SU

Total % Row (Al menos en un lado | Ambos si es EoR)

=
=
=
=
=
=

[*] Cableado UTP Requiere canalizacion separada.

528 MPO8-MPO8 Cables (4.224 FO) | % Row

132 x 32FO 4xMPO8-4xMPO8 Trunk Cables [ % Row
5.077,38 mm? Total (25% inicial)

20.309,52 mm? en % Row Raceway (100% Final)
100x203,10 mm Raceway

4"x12" FGS® Raceway

ﬁ ﬁ 450 KW [sU
52,8 KW [Rack 29,22 KW
L sU Nodos GPu Le;w“m:sp::f(:nmangnre Nodo-Leaf ci‘;:f;:):’::‘”:;:gé::f) Total
! 18 1024 % 1 (8.;.-:22 iO) (8.1-9022 :O) (16?3.21'10)
’ 296 2048 o4 % (IG.Z;I)SBFO) (16.25228F0) (3;7.(()55;6F0)
10 o 409 128 128 64 (321.1;()5?310) (32‘.1%2?310) (32?7'2?3 D (9&2&?&)
32 1024 8192 20 2% 128 (GS.BQ;zzFO) (65{3;?310) (651.3&;:;2 (19?1(;;10)
L > ‘ 2048 16384 o °12 26 (131(.3(.)3210) (131(.5(.)3210) (131?)321 (392?2.;;10)

COMMSCOPE
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Notas:

» Sifueran jumpers individuales 2 mm @, la bandeja deberia ser de 4"x24"
(2x mas grande) y requeriria 8 racks de comunicaciones por SU en vez
de 2.

* Basado en 32 Nodos DGX H100. Cdlculos referenciales, especificos y no
exhaustivos.

» Pueden haber otras estrategias para distribuir la fibra optica.

Bicsi



Bezel mounting braces ~ Cable Cartridges Manifold, cable cartridges,

Requerimientos de Diseno \ ===

/
s‘
i
j

Power Cable -
Equipo Red H w D RailKit |Compatibility| Recomendado management \ m -
NVIDIA DGX H100/H200 |Nodos GPU 8RU (H)[19" (W)|897 mm (D)|Included 740-900 mm 1200 mm A p
NVIDIA SN4600C Switch |In Band Mngmt 2RU (H)[19" (W)|568 mm (D) MTEF-KIT-T-TL | 430-800 mm 800 mm |
NVIDIA SN2201 Switch  |OoB Mngmt 1RU (H)|19" (W) 432 mm (D) [MTEF-KIT-M-TL | 600-800 mm 800 mm "
MQM9700-NS2F Switch |Compute & Storage |1 RU (H)|19" (W)|660 mm (D) MTEF-KIT-J 600-800 mm 800 mm

* DGX H100 aun se enfrian con aire (52,8 KW /Rack | 180 BTU/hr)

* Nuevas Arquitecturas necesitan enfriamiento liquido, tipicamente
Direct-To-Chip (DTC)

* Rack DGX GB200 NVL72: 132 KW (450 BTU/hr)

Rear Bezel =~

‘ \ - / Vi
NVLink Switches PDB Battery SSD 4 / /

\/ ~Seismic bracing

Power bus bar

Liquid cooling hoses Liquid cooling manifolds

» Ademds de los Nodos GPU y Switches se deben alojar: | ceonw
= Tuberias/Mangueras (Detréas) cmer —FN WB TR g Tomeecee
= Cables de Poder (Detrés) ‘
= 100's Cables Troncales Fibra (1000’s de fibras) (Frontis) .

* Racks Leaf-Spine disponen de algo de espacio de acceso o ot Corisgos

Houses 5,000 NVLink
cables

* Racks GPU’s muy dificil acceso posterior y muy profundos %
(BrGZO no GlCG nZG) Latch Ejector Bar i Rear Rack Stiffeners

Withstands 6,000 b of T Withstands 6,000 b of
mating force ] r

= TIA-942-C recomienda dimensiones
= 1200 mm (D)

=  +600 mm (W) para EDA’s (800 mm (W) para administrar
cableado de comunicaciones y otros elementos de soporte)

= MDA'’s, IDA’s y HDA’s DEBEN ser de 800 mm (W)
= Acceso al cableado DEBE ser totalmente frontal

COMMSCOPE

an Amphenol company

Front View Rear View




Densidad de GPU’s Impulsa el Tamano de las SU’s
NVDIA DGX H100 (Ejemplo NVIDIA)

8 GPU’s/Chasis, 4 Chasis/Rack,
32 GPU’s/Rack, 8 Racks/SU

256 GPU’s/SU .
s/ Grace Blackwell Ultra NVL72 Aqui estamos hoy

4 GPU’s/Blade, 18 Blades/Rack,
72 GPU’s/Rack, 8 Racks/SU Rubin NVL144
576 GPU’s/SU 8 GPU’s/Blade, 18 Blades/Rack,
144 GPU’s/Rack, 4 Racks/SU
576 GPU’s/SU

Rubin Ultra NVL576
8 GPU’s/Blade,
18 Blades/Chasis,
4 Chasis/Rack,
576 GPU’s/Rack
576 GPU’s/SU

¢ 18x Aumento Densidad de GPU’s

* Mas Conectividad en el Mismo Espacio Fisico 2026
* Optimizacion del Cableado es Critico

* Mayor Consumo de Energia 2027

O e i’




Estrategia & Expectativas

Concentracion Geogrdafica

®» BUsqueda de terrenos de bajo costo con acceso a
conectividad y energia baratas

% Concentracionde DC's en zonas especificas
aumento el costo de la superficie y limito el
acceso confiable a la energia

Estrategia de Diversificacion Geografica

®» Mdltiples DC's distribuidos sobre infraestructura
de baja latencia en vez de pocos grandes DC’s con
acceso poco confiable ala energia

» Mayor rentabilidad y eficiencia energética

Expectativas para LatinoAmeérica

®» No es sélo la necesidad de acercar el computo IA
al usuario

®» Tenemos bajo costo de superficie, fuentes de
energia disponibles y condiciones ambientales

®» Se espera construccion de mas DC's en toda la
region

COMMSCOPE

Estimaciones

Blackstone: Aumento del 40% en demanda de electricidad en EEUU durante préxima
década.

Gartner: Energia requerida para DC’s de IA sera 500 TWh/afio en 2027, lo cual representa
2,6 veces el nivel de 2023.

Dominion Energy: Demanda de energia en Virginia crecera ~ 85% en los préoximos 15 aios,

4x la demanda actual de los DC'’s.

SemiAnalysis: Demanda global de energia para Tl critica de DC’s aumentara de 49 GW en
2023 a 96 GW para 2026, aproximadamente 40 GW seran para IA.

Goldman Sachs: Demanda global de energia de DC’s aumentara un 50% para 2027 y hasta
un 165% para finales de la década (respecto a 2023).

Fuente: Ethernet Alliance - RoadMap 2026 | www.ethernetalliance.org

R
9000 DC’s en operacidon. Se espera se ‘\Q\ .
triplique para el 2030. 4 rF =

Mayor T° ambiente demanda mas costos
de enfriamiento.

América Central y SudAmérica han
experimentado un auge en la
construccion de DC'’s.

e '/"/
Hay que estar preparados N =
Ya no se pUEde segUir diSEﬁando Fuente: restofwor\d.org/Zé;;data—center—heat—map/es/
en base a las necesidades actuales T
aplicando criterios del pasado. B!C.fl

an Amphenol company
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Muchas Gracias

NILSON PARRA FLORES

BICSI RCDD/NTS/DCDC & HCDC
Territory Manager

Chile, Perq, Bolivia & Uruguay
Data Center & Central Office
Movil +56 9 9537 8871
nilson.parra@commscope.com
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